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Abstract (en)
The lining (1), above a supporting base (2), e.g. a concrete plate or wall, comprises at least the following parts:- an adhesion bridge layer (12), which
is electrically conductive, and in which is embedded an electrically non-conductive ceramic plate layer (10). Also included is an electrically non-
conductive seam filling (11) in the upper part of the seam not filled by the adhesive bridge layer (12) and located between the individual plates (10)
of the plate layer. Below or above or in the adhesive bridge layer (12), in direct contact with the layer, is an additional netting layer (13) of electrically
conductive material, which with at least one contact point outside or above the layer (1) is electrically connected or connectable.

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft einen flissigkeitsdichten Boden- oder Wandbelag (1) aus keramischen Platten (10), der durch ein auf einer elekirischen
Durchschlagfestigkeitsmessung beruhendes Verfahren auf seine Dichtigkeit Uberpriifbar ist, wobei der Belag (1) oberhalb eines tragenden
Untergrundes (2), z.B. eine Betonplatte oder Mauer, zumindest folgende Teile umfaft: eine Haftbriickenschicht (12), die elektrisch leitfahig ist, eine
in die Haftbriickenschicht (12) eingebettete, elektrisch nichtleitende keramische Plattenlage (10) und eine elektrisch nichtleitende Fugenfiillung
(11) in dem nicht von der Haftbriickenschicht (12) ausgefllten oberen Teil der Fugen zwischen den einzelnen Platten (10) der Plattenlage. Der
erfindungsgemanBe flissigkeitsdichte Boden- oder Wandbelag ist dadurch gekennzeichnet, daf3 unter oder Uiber oder in der Haftbriickenschicht (12)
in unmittelbarem Kontakt mit dieser zuséatzlich eine Netzlage (13) aus einem elektrisch leitfahigen Material angeordnet ist, die mit mindestens einem
auBerhalb oder oberhalb des Belages (1) angeordneten Kontaktpunkt elektrisch verbunden oder verbindbar ist. <IMAGE>
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